
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONDERITE® Reiniger und Nanokeramische Beschichtungen vor der Lackierung 

www.bm-chemie.com 

Materialien für die Montage 
elektronischer Bauteile 



Surface mount adhesives 
Surface mount adhesives (SMA) wurden entwickelt, um elektronische Bauteile 
vor dem Lötvorgang auf der Leiterplatte zu fixieren. Sie werden bevorzugt 
eingesetzt bei Wellen- bzw. Schwalllötverfahren und ebenso um zusätzliche 
Haftung beim Reflow-Löten zu erzielen. Die Produkte basieren auf 1K-heiß-
härtenden Epoxidharzen. Das Material gewährleistet auch im ungehärteten 
Zustand bereits eine ausreichende Haftung. 

Wir bieten Ihnen druckbare sowie dosierbare Produkte an.  

 

 

 

Klebefolien 
Angesichts immer kleiner werdender Bauteile in Kombination mit 
immer höherer Funktionalität und wachsenden Leistungsan-
forderungen ist das Wärmemanagement ein kritischer Faktor. Die 
Montagefolien von Henkel bieten nicht nur Best-in-Class-Eigen-
schaften mit Blick auf die elektrische, thermische und mechanische 
Leistung, sondern senken zudem die Gesamtmontagekosten, da die 
aufwändige Lagerhaltung bzw. die Weiterbearbeitung bei 
Konvertierungsfirmen entfallen. 

Die Montagefolien von Henkel sind bewährte Lösungen für anspruchsvollste Anwendungen, die höchste Zuverlässigkeit 
erfordern. Henkel bietet maßgeschneiderte, vorgestanzte Folienzuschnitte, die exakt auf komplexe Leiterplattenformen 
und -muster abgestimmt sind. So wird eine exakte Menge voidfreier Klebstoff mit kontrollierter Bondliniendicke in 
einem bestimmten Bereich sichergestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eigenschaften der Folien 

 Epoxy basierter Film 

 Gleichmäßige Schichtdicke 

 Wird in „trockener“ Form geliefert 

 Sehr einfache Verarbeitung 

 In Bogenform oder maßgeschneiderten  

Zuschnitten verfügbar 

 Elektrisch leitfähig 

 Elektrisch nicht leitfähig 

 Thermisch leitfähig 

 Thermisch nicht leitfähig 

 

 

Wir empfehlen: 

 LOCTITE® ABLESTIK CF 3350  
(elektrisch leitfähig) 

 LOCTITE® ABLESTIK 561  
(thermisch leitfähig) 

 LOCTITE® 550 (nicht leitfähig) 
 

Bodo Möller Chemie empfiehlt: 

 LOCTITE® 3609 (REACH-konform) 
 LOCTITE® 3621 (jetting-Awendung) 



Elektrisch leitfähige Klebstoffe 
Die elektrisch leitenden LOCTITE®-Klebstoffe von Henkel sorgen für starke Verbindungen zwischen Bauelementen und 
Leiterplatten – für zuverlässige und langfristige On-Demand-Leistung. Ein breites Portfolio an ECA-Klebstoffen in Pasten-
form auf Basis verschiedener Rohstoffplattformen, z. B. Acrylate, Epoxide und Silikon, bietet den Herstellern eine große 
Auswahl und Flexibilität für unterschiedliche Anwendungsanforderungen, denn auch hybride Systeme sind möglich. 

Vorteile von LOCTITE® ECCOBOND: 

 Aushärtezeiten von weniger als zwei Minuten  
 Silber oder Nickel gefüllte Systeme 
 In-Line-Bearbeitungsmöglichkeit für außergewöhnlich hohen Durchsatz 
 Geeignet für Anwendungen mit großen Unterschieden der thermischen  

Ausdehnungskoeffizienten (CTE) zwischen den Substraten 
 Geeignet für Flip-Chip-Verbindungen mit engem Raster, bei denen die  

elektrische Leitfähigkeit nur in einer Richtung gewünscht ist 
 Niedrige Viskosität und schneller Fluss 
 Ausgezeichnete Benetzbarkeit und Haftung 

Nutzenversprechen: 

 

 
 

 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unsere Spezialisten beraten Sie gerne: 

Dr. Christoph Schnöll 
M +43 664 8954390 
c.schnoell@bm-chemie.at 

Berit Hoffmann 
M +49 170 7004247 
b.hoffmann@bm-chemie.de 

Reno Wirnitzer 
M +49 151 14824561 
r.wirnitzer@bm-chemie.de 

Rainer Fausel 
M +49 151 18815644 
r.fausel@bm-chemie.de 

BODO MÖLLER CHEMIE GmbH | Senefelderstr. 176 | 63069 Offenbach, Germany | info@bm-chemie.de | T +49 69 838326-0 
 

 

 

 

Bodo Möller Chemie empfiehlt: 

 LOCTITE® ABLESTIK 84-1 LMI (Hartes Ag-Epoxid) 
 LOCTITE® ABLESTIK CE 8500 (Hartes Ag-Epoxid/Silikon, hohe Temperaturen) 
 LOCTITE® ABLESTIK CE 3520-3 (kostengünstiger Ni-Füllstoff) 
 LOCTITE® ABLESTIK CA 3556HF (Snapcure Ag Acrylat) 
 LOCTITE® ABLESTIK 56 C (2K RT Aushärtung) 
 LOCTITE® ABLESTIK JM 7000 (sehr hohe T, >300°C) 

Der Inhalt dieser Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Grafiken, Texte, Logos, Bilder usw. dürfen nur nach schriftlicher Genehmigung durch die BODO MÖLLER CHEMIE GmbH vervielfältigt, kopiert, geändert, veröffentlicht, versendet, 
übertragen oder in sonstiger Form genutzt werden. Bei genannten Produkt- und Firmennamen kann es sich um eingetragene Warenzeichen oder Marken handeln. Die unberechtigte Verwendung kann zu Schadensersatzansprüchen und 
Unterlassungsansprüchen führen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte der Hersteller sind zu berücksichtigen. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische 
Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und Orientierung und befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung 
der Produkte für den beabsichtigten Einsatz festzustellen. Allein der Käufer ist für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte verantwortlich und hat dabei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie etwaige 
Schutzrechte Dritter zu beachten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Unsere Lieferprogramme enthalten Produkte, die laut Chemikaliengesetz und Gefahrstoffverordnung nach ihren 
Gefährlichkeitsmerkmalen gekennzeichnet werden müssen. Die Kennzeichnung dieser Produkte ist den produktbezogenen Datenblättern bzw. Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.                               Stand 01/2022 


